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Reliability 可靠性测试

No Test Items Test Condition Test Standard

1 Pre Condition 前置条件(贴片产品）

温度循环-40°C到60°C，5 cycles
烘烤 125oC / 24 hrs

浸润 85°C/ 85% RH/ 168 hrs
IR Reflow回流焊:260°C 3 cycles

J-STD-020
JESD22A-113

2 HTRB （高温反偏漏电测试） 100%VR , Ta=150℃,Ta=150°C,1000 Hrs JESD22-A108

3 TC（温度循环）  -55°C ~150°C / 15min,1000 Cycle JESD22-A104

4 PCT（高压蒸煮） 121°C,100%RH, 15Psig , 96Hrs JESD22-A102

5 H3TRB（高温高湿漏电测试） 85°C, 85% RH, 80% VR 1000 Hrs JESD22-A101

6 IOL（间歇运行寿命） △Tj≥100℃,2min ON/2min OFF MIL-STD-750
Method 1037

7 ESD（HBM/CDM） per product spec AECQ101-001
AECQ101-005

8 RSH（Resistance to solder heat) 260℃（+5/-0℃） , 10 sec JESD22A-111

9 Solderability(可焊性） 245±5°C, 5sec（+0/-0.5sec) J-STD-002

10 HTSL（高温储存） 150°C , 1000 Hrs JESD22-A103

11 FORWARD SURGE（顺向浪涌电流） 8.3ms, Single, Half-Wave MIL-STD-750D 
METHOD-4066.3

12 Hum.（恒温恒湿测试） 85°C, 85% RH, 1000Hrs MIL-STD-202F       
METHOD-103B


